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Keksintd koskee antennia, jonka siteilijat ovat dielektrisen substraattipalan (210) johdepinnoltteita. Sateilijéita (220, 230) on kaksi,
ja ne ovat samankokoisia sekd symmetrisi siten, ettd kumplkin peitti3 suorakulmaisen substraattipalan vastakkaisista paadyista
toisen ja osan yldpintaa. Ylapinnan keskelle elementtien véliin jaa poikittainen rako (260), jonka yli elementellld on sdhkbmagneet-
tinen kytkenté keskenéén. Palakomponentti (201) asennetaan piirilevylle (PCB), jonka johdekuvio on osa koko antennirakennetta.
Maatasoa (GND) i ole palan alla eik4 sivuilla méaératylle etdisyydelle (s) saakka. Toisen sateilijén (220) alareuna kytkeytyy galvaa-
nisesti piirilevylla olevaan antennin sydttéjohtimeen ja toisesta kohdasta maatasoon. Vastakkaisen, parasiittisen séteilijin (230)
alareuna taas kytkeytyy galvaanisesti vain maatasoon. Parasiittisateilij saa sybttonsa mainitun séhkdmagneettisen kytkennan
kautta, ja molemmat elementit resonoivat kéyttétaajuudelia yhts voimakkaasti. Antenni viritetdan ja sovitetaan ilman erilliskompo-
nentteja muuttamalla siteilevien elementtien vélisen raon leveytita (d) sekd muotoilemalla piirilevyn johdekuviota palakomponentin
l&hella. Antennin hybtysuhde on hyvé huolimatta dielekirisestd substraatista,ja sen ympériséteilevyys on erinomainen.
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Uppfinningen avser en antenn, vars strélare ar ledarbelaggningar pa ett dielektriskt substratstycke (210). Det finns tvé

stralare (220, 230), och de &r lika stora samt symmetriska s4 att bagge tdcker den ena av det ratvinkliga substratstyckets motsatta
&nder och en del av dvre ytan, | mitten av den dvre ytan mellan elementen bildas en tvarstalld spalt (260), dver vilken

elementen har elektromagnetisk koppling med varandra. Styckkomponenten (201) inréittas pé ett kretskort (PCB), vars iedmdnsterar
en del av hela antennkonstruktionen. Jordplanet (GND) nér inte under stycket och inte till ett bestdmt avstand (s) pa sidoma. Den
andra strélarens (220) nedre kant kopplas galvaniskt till antennens matningsiedare pa kretskortet och frén stt andra stélle till jord-
planet. Den nedre kanten av den motsatta parasitiska stralaren (230) kopplas galvaniskt endast till jordplanet. Parasitstralaren far
sin tillfdrsel via namnda elektromagnetiska koppling, och bagge elementen ger resonans lika starkt pd bruksfrekvensen. Antennen
avstims och anpassas utan separata komponenter genom att &ndra bredden (d) av spalten mellan de strélande elementen, samt
genom att forma kretskortets led-monster i narheten av styckkomponenten. Antennens verkningsgrad argod oberoende

av det dielektriska substratet, och dess rundstraining &r utmérkt.
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Pala-antenni

Keksintd koskee antennia, jonka sateilijat ovat dielektrisen palan johdepinnoitteita.
Pala on tarkoitettu asennettavaksi radiolaitteen piirilevylle, joka on osa koko an-
tennirakennetta.

Pienikokoisissa radiolaitteissa, kuten matkapuhelimissa, antenni tai antennit sijoi-
tetaan mieluiten laitteen kuoren sisélle, ja ne pyritdan luonnollisesti tekemaén
mahdollisimman pieniksi. Sisdinen antenni on tavallisesti tasorakenteinen siten, et-
ta siihen kuuluu sateileva taso ja taman alapuolinen maataso. Myds esiintyy mo-
nopoliantennin muunnosta, jossa maataso ei ole sateilevan tason alla vaan kau-
empana sivulla. Molemmissa tapauksissa antennin kokoa voidaan pienentaa val-
mistamalla sateileva taso dielektrisen kappaleen pinnalle sen sijaan, etta se olisi
iimaeristetty. Mitd suurempi on materiaalin dielektrisyys, sitd pienempi fyysisesti
on tietyn sahkdisen koon omaava antennielementti. Antennikomponentista tulee
piirilevylle asennettava pala (chip). Haittana téllaisesta antennin koon pienentami-
sesta on kuitenkin havididen kasvu ja siten hybtysuhteen huonontuminen.

Kuvassa 1 on julkaisuista EP 1 162 688 ja US 6 323 811 tunnettu pala-antenni,
jossa dielektrisen substraatin 110 ylédpinnalla on rinnakkain kaksi sateilevaa ele-
menttid. Ensimmainen elementti 120 on kytketty syéttdjohtimella 141 sydttavaan
lahteeseen ja toinen elementti 130, joka on parasiittinen elementti, maajohtimella
143 maahan. Elementtien resonanssitaajuudet voidaan jérjestaa hiukan eri suurik-
si kaistan leventédmiseksi. Syottdjohdin ja maajohdin ovat dielektrisen substraatin
eraalla sivupinnalla. Samalla sivupinnalla on syéttéjohtimesta 141 haarautuva so-

- vitusjohdin 142, joka on toisesta paastaan kytketty maahan. Sovitusjohdin ulottuu

niin lahelle parasiittielementin maajohdinta 143, ettd niiden valilla on merkittava
kytkenta. Tamén kytkennan kautta syotetdan parasiittielementtia 130 sahkémag-
neettisesti. Sydttdjohdin, sovitusjohdin ja parasiittielementin maajohdin muodosta-
vat yhdessa sybttdpiirin, jonka liuskajohtimia muotoilemalla voidaan hakea optimia
antennin sovitukselle sekd vahvistukselle. Sateilevien elementtien valissé on viis-
tosti substraatin ylapinnan poikki kulkeva rako 150, ja elementtien avoimissa pais-
sa, ts. sybttépuolelta katsottuna vastakkaisissa paissa, on substraatin sivupinnalle
ulottuvat laajennukset. Tallaisella muotoilulla syottépiirin rakenteen ohella pyritédéan
jarjestamaan elementtien virrat ortogonaalisiksi, jotta elementtien resonanssit eivét
heikentaisi toisiaan.

Edelld kuvatun antennirakenteen haittana on, ettad systtépiirin optimoinnista huoli-
matta dielektriseen substraattiin syntyy havitité lisdavis, sateilyn kannalta hyddyt-
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tomia aaltomuotoja. Antennin hydtysuhde on siksi epatyydyttava. Lisaksi antenni
jattaa toivomisen varaa, jos vaaditaan suhteellisen tasaista sateilykuviota eli ym-
parisateilevyytta.

Keksinndn tarkoituksena on vahentas mainittuja, tekniikan tasoon liittyvia haittoja.
Keksinndén mukaiselle pala-antennille on tunnusomaista, mita on esitetty itsenai-
sessd patenttivaatimuksessa 1. Keksinndn eréitd edullisia suoritusmuotoja on esi-
tetty muissa patenttivaatimuksissa.

Keksinndn perusajatus on seuraava: Antenniin kuuluu kaksi sateilevaa elementtia
dielektrisen substraattipalan pinnalla. Ne ovat samankokoisia ja ovat symmetrisi&
siten, ettd kumpikin peittdd suorakulmaisen palan vastakkaisista p&adyista toisen
ja osan ylapintaa. Ylapinnan keskelle elementtien véliin ja3 poikittainen rako, jonka
yli elementeilld on séhkdmagneettinen kytkenta keskenaan. Piirilevylla, jolle pala-
komponentti asennetaan, ei ole maatasoa palan alla eik# sivuilla maaratylle etéi-
syydelle saakka. Toisen sateilevan elementin alareuna kytkeytyy galvaanisesti pii-
rilevylléd olevaan antennin syéttjohtimeen ja toisesta kohdasta maatasoon. Vas-
takkaisen sateilevan elementin eli parasiittielementin alareuna taas kytkeytyy gal-
vaanisesti vain maatasoon. Parasiittielementti saa syéttdnsa mainitun sédhkémag-
neettisen kytkennan kautta, ja molemmat elementit resonoivat kayttdtaajuudella
yhté voimakkaasti.

Keksinndn etuna on, ettd sen mukaisen antennin hyétysuhde on hyvé-huolimatta
dielektrisestd substraatista. Tdma johtuu antennin yksinkertaisesta rakenteesta,
joka tuottaa selkedn virtajakauman sateilevissé elementissa ja vastaavasti yksin-

. kertaisen kenttéikuvan substraatissa ilman "ylimadréisia" aaltomuotoja. Lis&ksi

keksinndn etuna on, ettd sen mukaisen antennin ymparisateilevyys on erinomai-
nen, miké johtuu symmetrisests rakenteesta, maatason muotoilusta ja elementtien
vélisen kytkennan luonteesta. Edelleen keksinndn etuna on, ettd sen mukaisen
antennin seka viritys etta sovitus onnistuvat ilman erilliskomponentteja muuttamal-
la séateilevien elementtien vélisen raon leveyttd sekd muotoilemalla yksinkertaisesti
piirilevyn johdekuviota palakomponentin 1&helld. Edelleen keksinndn etuna on, etta
sen mukainen antenni on hyvin pienikokoinen, yksinkertainen ja suhteellisen suu-
ria kentanvoimakkuuksia kestava.

Seuraavassa keksintda selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan
oheisiin piirustuksiin, joissa

kuva 1 esittda esimerkkia tekniikan tason mukaisesta pala-antennista,
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kuva2  esittda esimerkkia keksinnén mukaisesta pala-antennista,

kuva3 esittaa kuvan 2 antennirakenteeseen kuuluvaa piirilevyn osaa
kéantdpuolelta,

kuvat 4a,besittdvat toista esimerkkid keksinnén mukaisen antennin palakom-
ponentista,

kuva b  esittdd kokonaista antennia, jossa on kuvan 4a mukainen
palakomponentti,

kuva 6  esittdd esimerkkia keksinndn mukaisen, matkapuhelimeen sijoitetun an-
tennin suuntaominaisuuksista,

kuva 7 esittdd esimerkkia keksinnén mukaisen antennin kaistaominaisuuksista
ja

kuva 8  esittdad esimerkkia keksinndn mukaisen antennin hybtysuhteesta.

Kuva 1 selostettiin jo tekniikan tason kuvauksen yhteydessa.

Kuvassa 2 on esimerkki keksinnbn mukaisesta pala-antennista. Antenniin 200
kuuluu dielektrinen substraattipala ja tamén pinnalla kaksi sateilevda elementtia,
joista toinen on kytketty antennin syéttdjohtimeen ja toinen on séhkémagneettises-
ti sybtetty parasiittielementti, kuten kuvan 1 tunnetussa antennissakin. Kyseisilla
antenneilla on kuitenkin useita rakenteellisia ja toiminnallisia eroja. Keksinnén mu-
kaisessa antennissa mm. sateilevia elementteji erottava rako on ‘elementtien
avoimien paiden valilla eika sivureunojen vililla, ja parasiittielementti saa sy6tton-
sa raon yli vallitsevan kytkennan kautta eika syottd- ja parasiittielementin maajoh-

~ timen valisen kytkennan kautta. Antennin 200 ensimmainen siteilevd elementti

220 kasittaa pitkulaisen suorakulmaisen substraatin 210 yl4pintaa osaksi peittéavan
osan 221 ja substraatin toisen paadyn peittdvan padtyosan 222. Toinen sateileva
elementti k&sittdd symmetrisesti substraatin ylapintaa osaksi peittavan osan 231 ja
vastakkaisen paadyn peittdvan paatyosan 232. Kumpikin paatyosa 222 ja 232 jat-
kuu hieman substraatin alapinnan puolelle muodostaen nain elementin kontakti-
pinnan sen kytkentaa varten. Ylapinnan keskelle elementtien valiin jaa rako 260,
jonka yli elementeilld on sahkdmagneettinen kytkentd keskenaan. Rako 260 ulot-
tuu substraatin poikittaissuunnassa kohtisuorasti substraatin toisesta sivupinnasta
toiseen.

Palakomponentti 201 eli substraatti sateilijéineen on kuvassa 2 piirilevylla PCB
taman reunassa ja alapinta piirilevyd vasten. Antennin syéttéjohdin 240 on liuska-
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johdin piirilevyn ylépinnalla, ja se muodostaa yhdessa maatason eli signaalimaan
GND ja piirilevymateriaalin kanssa maaratyn impedanssin omaavan sydttdjohdon.
Syottdjohdin 240 liittyy galvaanisesti ensimmaiseen sateilevaén elementtiin 220
taman kontaktipinnan tietyssa kohdassa. Toisessa kohtaa kyseista kontaktipintaa
ensimmainen séteileva elementti liittyy galvaanisesti maatasoon GND. Substraatin
vastakkaisessa paassa toinen sateileva elementti 230 liittyy kontaktipinnastaan
galvaanisesti maajohtimeen 250, joka on laajemman maatason GND uloke. Maa-
johtimen 250 leveys ja pituus vaikuttavat valittdmasti toisen elementin séhkdiseen
pituuteen ja sita kautta koko antennin ominaistaajuuteen. Tasta syystd maajohdin-
ta voidaan kayttaa antennin virityselimena.

Antennin viritykseen vaikuttaa maatason muotoilu muiltakin osiltaan seka sateile-
vien elementtien vélisen raon 260 leveys d. Palakomponentin 201 alla ei ole maa-
tasoa, ja palakomponentin sivulla maataso on siita tietylla etaisyydellad s. Mita suu-
rempi etdisyys, sitd pienempi ominaistaajuus. Raon leveyden d suurentaminen
taas suurentaa antennin ominaistaajuutta. Etaisyys s vaikuttaa lisdksi myds sen
impedanssiin. Tastd syystd antenni voidaan sovittaa hakemalla optimaalinen
maatason etéisyys palakomponentin pitkasta sivusta. Liséksi maatason poistami-
nen palakomponentin sivulta parantaa antennin sateilyominaisuuksia, kuten ympé-
risateilevyytta.

Molemmat séteilevat elementit muodostavat kayttétaajuudella substraatin, toisten-
sa ja maatason kanssa neljannesaaltoresonaattorin. Edellé kuvatusta rakenteesta
johtuen resonaattorien avoimet paét ovat vastakkain raon 260 erottamina, ja mai-
nittu s&hkdmagneettinen kytkenté on selvasti kapasitiivinen. Raon leveys d mitoi-

- tetaan niin, ettd molempien sateilijdiden resonanssit ovat voimakkaita ja ettd sub-

straatin dielektriset haviét minimoituvat. Optimileveys on esimerkiksi 1,2 mm ja
sopiva vaihtelualue esimerkiksi 0,8—-2,0 mm. Rakenteella pa&staan keraamisubst-
raattia kaytettdessa hyvin pieneen kokoon. Taajuusalueella 2,4 GHz toimivan
Bluetooth-antennin palakomponentti on mitoiltaan esimerkiksi 2x2x7 mm?® ja taa-
juudella 15675 MHz toimivan GPS-antennin (Global Positioning System) palakom-
ponentti esimerkiksi 2x3x10 mm?.

Kuvassa 3 on kuvan 2 antennirakenteeseen kuuluvan piirilevyn osa alapuolelta
nahtynd. Kuvaan on merkitty katkoviivoilla piirilevyn PCB toisella puolella oleva pa-
lakomponentti 201. Samoin katkoviivoilla on merkitty sy6ttdjohdin 240, maajohdin
250 ja syottojohtimen puoleisessa paadyssé palakomponentin alle taman kontak-
tipintaan ulottuva maaliuska 251. Piirilevyn alapinta on suurelta osin maatasoa
GND. Maataso puuttuu levyn kulmauksesta alueelta A, joka kattaa palakomponen-
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tin kohdan ja palakomponentista sen pituuden levyisena tietylle etdisyydelle s ulot-
tuvan alueen.

Kuvassa 4a on toinen esimerkki keksinndn mukaisen antennin palakomponentis-
ta. Komponentti 401 on pa&osin samanlainen kuin kuvassa 2 esitetty komponentti
201. Erona on, etta sateilevit elementit ulottuvat nyt komponentin paissa sub-
straatin 410 sivupinnoille, ja substraatin paadyt ovat suurimmaita osalta paljaana.
Niinpa ensimmainen séteileva elementti 420 kasittda substraatin ylépintaa osaksi
peittdvan osan 421, substraatin erdfissa kulmauksessa olevan osan 422 ja saman
paadyn toisessa kulmauksessa olevan osan 423. Kulmauksissa olevat osat 422 ja
423 ovat osaksi substraatin sivupinnan puolella ja osaksi paatypinnan puolella. Ne
jatkuvat hieman substraatin alapinnan puolelle muodostaen néin elementin kon-
taktipinnan sen kytkentaa varten. Toinen sateileva elementti 430 on samanlainen
kuin ensimmainen, sijaiten tdhén nahden symmetrisesti. Kuimauksissa olevat sa-
teilevien elementtien osat voivat luonnollisesti myds rajoittua vain substraatin sivu-
pinnoille tai vain toiselle sivupinnalle. Jalkimmaisessé tapauksessa sivupintaa kul-
keva johdepadllyste jatkuu komponentin kummassakin padssa sen alla koko paa-
dyn matkan.

Kuvassa 4b on kuvan 4a palakomponentti 401 alhaalta pdin. Siind nakyy sub-
straatin 410 alapinta ja taméan nurkissa mainittuina kontaktipintoina toimivat johde-
taplat. Substraatin ensimmaisessa paassa olevista johdetaplista toinen on tarkoi-
tettu kytkettavaksi antennin sy6ttéjohtimeen ja toinen maatasoon GND. Substraa-
tin toisessa pééssa olevista johdetadplistda molemmat on tarkoitettu kytkettaviksi
maatasoon.

‘Kuvassa 5 on kuvien 4a ja 4b mukainen palakomponentti piirilevylle asennettuna

niin, ettd muodostuu kokonainen antenni 400. Piirilevysta nakyy vain pieni osa.
Palakomponentti 401 ei sijaitse nyt piirilevyn reunassa, mink# vuoksi sen molem-
milla sivuilla on maaton alue tietylle etdisyydelle s saakka. Antennin sydttdjohdin
440 kytkeytyy palakomponenttiin tdmén alapinnan yhdessa nurkassa, ja maataso
ulottuu muihin nurkkiin kuvaa 4b vastaavasti.

Kuvassa 6 on esimerkki keksinndn mukaisen, matkapuhelimeen sijoitetun anten-
nin suuntaominaisuuksista. Antenni on mitoitettu bluetooth-jarjestelmaa varten.
Kuvassa on kolme suuntakuviota. Suuntakuvio 61 esittda antennivahvistusta XZ-
tasossa, suuntakuvio 62 YZ-tasossa ja suuntakuvio 63 XY-tasossa, kun X-akseli
on palakomponentin pituussuunta, Y-akseli on palakomponentin korkeussuunta ja
Z-akseli on palakomponentin poikittaissuunta. Kuvioista ndhdaan, ettd antenni Ia-
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hettad ja vastaanottaa kaikissa tasoissa ja kaikissa suunnissa hyvin. Varsinkin XY-
tasossa kuvio on tasainen. Kahdessa muussakin on vain noin 10 dB:n kuoppa
noin 45 asteen levyisessa sektorissa. Suuntakuvioille tyypillisia taysin "pimeitd"
sektoreita ei ole lainkaan.

Kuvassa 7 on esimerkki keksinndn mukaisen antennin kaistaominaisuuksista. Sii-
na on heijastuskertoimen S11 kuvaaja taajuuden funktiona. Kuvaaja on mitattu
samasta Bluetooth-antennista kuin kuvan 6 kuviot. Jos rajataajuuden kriteerind
kaytetdan heijastuskertoimen arvoa -6 dB, kaistanleveydeksi tulee noin 50 MHz,
mik& suhteellisena arvona on noin 2%. Toimintakaistan keskella, taajuudella 2440
MHz, heijastuskerroin on hyvéa sovitusta osoittava -17 dB. Smithin diagrammi
osoittaa antennin impedanssin olevan kaistan keskella puhtaasti resistiivinen, kes-
kitaajuuden alapuolella jonkin verran induktiivinen ja keskitaajuuden ylapuolelia
vastaavasti jonkin verran kapasitiivinen.

Kuvassa 8 on esimerkki keksinndn mukaisen antennin hyétysuhteesta. Hydtysuh-
de on mitattu samasta Bluetooth-antennista kuin kuvien 6 ja 7 kuviot. Antennin
toimintakaistan keskella hyétysuhde on noin 0,44 ja pienenee siita noin arvoon 0,3
mentdessa 25 MHz sivuun kaistan keskelta. Hydtysuhde on huomattavan korkea
ottaen huomioon, ettd kyseessa on dielektristd substraattia kayttava antenni.

Tassa selostuksessa ja patenttivaatimuksissa “pala-antenni” tarkoittaa
antennirakennetta, johon kuuluu itse palakomponentin lisdksi tatsd  ymparodiva
maajarjestely ja antennin sybttojarjestely. Maareet "ala-" ja "yla-" viittaavat tassa
selostuksessa ja patenttivaatimuksissa antennin kuvissa 2 ja 4a esitettyyn

- asentoon, eika niilla ole tekemisti laitteiden kayttdasennon kanssa.

Edelld on kuvattu keksinnén mukaista pala-antennia. Sen rakenneosien muodot
voivat yksityiskohdissaan luonnollisesti poiketa esitetyista. Keksinndllista ajatusta
voidaan soveltaa eri tavoin itsendisen patenttivaatimuksen 1 asettamissa rajoissa.
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Patenttivaatimukset

1. Radiolaitteen pala-antenni, jossa on dielektrinen substraatti (210; 410), jolla
on yla- ja alapinta, ensimmainen ja toinen paaty seké ensimmainen ja toinen sivu,
ja substraatin pinnalla ensimmainen ja toinen sateileva elementti, joiden valissa on
maaralevyinen rako (260), joka ensimmainen séteileva elementti (220; 440) on
kytketty antennin syotidjohtimeen (240; 440) ensimmaisessé kohdassa ja radiolait-
teen maatasoon (GND) toisessa kohdassa, ja toinen séteilevé elementti (230; 430)
on kytketty kolmannessa kohdassa maajohtimeen (250) ja sitd kautta galvaanises-
ti maatasoon, tunnettu siitd, ettd antennin havididen vahentamiseksi ja ympa-
risdteilevyyden parantamiseksi ensimmainen sateileva elementti k3sittdd ensim-
maista paatya peittdvan osan (222) ja ylapintaa peittavan osan (221), ja toinen sé-
teileva elementti kasittda toista paatya peittavan osan (232) ja ylapintaa peittavan
osan (231) niin, ettd mainittu rako (260) on ylapinnan keskella kohtisuorasti en-
simmaisestd sivusta toiseen sivuun, jonka raon yli toinen sateilevd elementti on
jarjestetty saamaan syottonsd sahkdmagneettisesti, ja mainitut ensimmainen ja
toinen kohta ovat substraatin alapinnalla sen ensimmaisen paadyn puoleisessa
paassa ja mainittu kolmas kohta on substraatin alapinnalla sen toisen paadyn puo-
leisessa paassa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, jonka substraatin ja ensim-
maisen ja toisen sateilevan elementin muodostama palakomponentti (201) on piiri-
levylla (PCB) alapinta piirilevyd vasten, jolla piirilevylld on radiolaitteen maatasoa
(GND), tunnettu siita, ettd syottdjohdin (240) ja maajohdin (250) ovat liuskajohti-

mia piirilevyn pinnalla ja maajohdin on samalla antennin virityselin.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, jonka substraatin ja ensim-
maisen ja toisen sateilevan elementin muodostama palakomponentti (201) on piiri-
levylla (PCB) tdman reunassa alapinta piirilevya vasten, jolla piirilevylia on radio-
laitteen maatasoa (GND), tunnettu siitd, ettd maatason reuna on maaratylla etéi-
syydella (s) palakomponentista taméan sivun normaalin suunnassa antennin sovi-
tuksen ja ymparisateilevyyden parantamiseksi.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, jonka substraatin ja ensim-
maisen ja toisen sateilevan elementin muodostama palakomponentti (401) on piiri-
levylla alapinta piirilevya vasten, jolla piirilevylld on radiolaitteen maatasoa (GND),
tunnettu siitd, ettd maatason reuna on madratylla etdisyydelld (s)
palakomponentista taman molemmiila sivuilla ndiden normaalin suunnassa
antennin sovituksen sovituksen ja ympariséteilevyyden parantamiseksi.
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5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, tunnettu siita, etta seka en-
simmadinen ettd toinen séteilevad elementti muodostaa kayttétaajuudella substraa-
tin, vastakkaisen sateilevdn elementin ja maatason kanssa neljannesaaltoreso-
naattorin, joilla resonaattoreilla on sama ominaistaajuus.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, tunnettu siitd, etta rako (260)
on jarjestetty leveydeltaan (d) antennin dielektrisia havioitd minimoivaksi.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen pala-antenni, tunnettu siita, etta raon leve-
ys on vdlilld 0,8 mm-2,0 mm.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, tunnettu siitd, ettd ensimmai-
nen séteileva elementti (421) kasittaa lisaksi substraatin (410) ensimmaisen paa-
dyn puoleisissa kulmauksissa mainittuja sivuja peittdvét osat, ja toinen sateileva
elementti (430) késittaa lisdksi substraatin toisen paadyn puoleisissa kulmauksissa
mainittuja sivuja peittavat osat.

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pala-antenni, tunnettu siitd, etta dielektri-
nen substraatti on keraamia.

Patentkrav

1. Radioanordningens chip antenn, som innefattar ett dielektriskt substrat (210;
410), som har en 6vre- och en nedre yta, en forsta och en andra gavel samt en
férsta och en andra sida, och pa ytan av substratet ett férsta och ett andra stralan-
de element, mellan vilka finns en springa (260) med bestdmd bredd, vilket forsta
stralande element (220; 440) ar kopplad i antennens inmatningsledare (240; 440) i
en forsta punkt och i radioanordningens jordplan (GND) i en andra punkt, och
andra stalande element (230; 430) ar kopplad i jordledaren (250) i en tredje punkt
och darigenom galvaniskt i jordplanet, kénnetecknad av att fér att forminska an-
tennens forluster och for att forbattra rundstraining innefattar det forsta stralande
elementet en del (222) som tacker forsta gaveln och en del (221) som técker dvre
ytan, och det andra strlande elementet innefattar en del (232) som técker andra
gaveln och en del (231) som tacker évre ytan sa, att ndmnd springa (260) ar i mit-
ten av dvre ytan vinkelratt fran férsta sidan till andra sidan, éver vilken springa ar
andra stralande elementet arrangerad fér att fa sin inmatning elektromagnetiskt,
och ndmnda férsta och andra punkt ligger pa nedre ytan av substratet i dess dnda



10

15

20

25

30

118748
9

mot férsta gaveln och namnd tredje punkt ligger pa nedre ytan av substratet i dess
anda mot andra gaveln.

2. Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, chip komponent (201) formad av
substrat och forsta och andra stralande element av vilken chip komponent ligger
pa ett kretskort (PCB) nedre ytan mot kretskortet, pa vilket kretskort finns radio-
anordningens jordplan (GND), kdnnetecknad av att inmatningsledaren (240) och
jordledaren (250) ar remsaledare pa ytan av kretskortet och jordledaren ar samti-

digt antennens avstamningsorgan.

3. Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, chip komponent (201) formad av
substrat och forsta och andra stradlande element av vilken chip komponent ligger
pa kanten av kretskortet (PCB) nedre ytan mot kretskortet, pa vilket kretskort finns
radioanordningens jordplan (GND), kdnnetecknad av att jordplanets kant ligger
pa ett bestdmt avstand (s) fran chip komponenten i riktning av normal av dess sida
for férbattring av antennens anpassning och rundstraining.

4. Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, chip komponent (401) formad av
substrat och férsta och andra stralande element av vilken chip komponent ligger
pa kretskortet nedre ytan mot kretskortet, pa vilket kretskort finns radioanordning-
ens jordplan (GND), kdnnetecknad av att jordplanets kant ligger pa ett bestamt
avstand (s) fran chip komponenten pa dess bada sidor i riktning av normal av des-
sa sidor for férbéttring av antennens anpassning och rundstraining.

5.  Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, kédnnetecknad av att bade det f6r-
sta och det andra stralande elementet bildar pa anvandningsfrekvensen en kvar-
tvagsresonator med substratet, motstaende strdlande elementet och jordplanet,
vilka resonatorer har samma egenfrekvens.

6. Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, kdnnetecknad av att springans
(260) bredd (d) ar arrangerad for att minimera antennens dielektriska forluster.

7. Chip antenn i enlighet med patentkrav 6, kannetecknad av att springans
bredd ar mellan 0,8 mm-2,0 mm, '

-8.  Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, kannetecknad av att forsta stralan-

de elementet (421) ytterligare innefattar delar som tacker de namnda sidorna i
hdérnor mot férsta gaveln av substratet (410), och andra stralande elementet (430)
ytterligare innefattar delar som técker de namnda sidorna i hérnor mot andra ga-
veln av substratet.
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9. Chip antenn i enlighet med patentkrav 1, kdnnetecknad av att det dielektris-
ka substratet ar av keram.
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